DIENSTLEISTER

Langzeitilagerung als wichtiger
Bestandteil eines strategischen
Obsoleszenzmanagements

HTV-TAB-Verfahren minimiert bzw. verhindert im Gegensatz zur herkémmlichen Stickstofflagerung alle
relevanten Alterungsprozesse und stellt so die Funktionalitat und Verarbeitbarkeit von Bauteilen und Baugruppen
bis zu 50 Jahre sicher.
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nien, was die Zahl der Abkiindi-
gungen noch weiter steigen lasst.
Resultierend daraus kénnen viel-
fach bestimmte Endprodukte nicht
mehr gefertigt oder repariert wer-
den, da die bendtigten Bauteile
oder Komponenten nicht mehr
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Alterungsprozesse und Risikofaktoren - AuBere Diffusionsprozesse als Indikator der Alterung
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Alterung
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Standard- sowie Stickstofflagerung
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Bauteilverarbeitbarkeit
und Chip-Degradation

© HTV GmbH

50 Lagerungszeit (Jahre)

Bild 3: Generell ist bei normaler Lagerung die Materialverinderung in den ersten Jahren am schnellsten.
Komponenten, die nicht sofort bendtigt werden, sollten also moglichst umgehend mit TAB eingelagert werden,
um so ein langes Komponentenleben zu erméglichen

werden, um kiinftig die Versorgung
flir die Serie oder von Ersatzbau-
teilen sicherstellen zu kénnen. Soll
ein Redesign durchgeflhrt wer-
den oder soll ein LTB (Life-Time-
Buy) die Verfligbarkeit der bend-
tigten Teile bis zum Serienende
oder zumindest bis zum nachsten
Produktupdate sicherstellen, um
dann direkt mehrere obsolete Teile
ersetzen zu kdnnen?
Unternehmen haben vielfach
bereits schon auf die Proble-
matik reagiert und eine zustan-
dige Stelle zur Koordination von

Obsoleszenzthemen eingerichtet.
Sinnvollerweise ist diese Abtei-
lung direkt der Geschéftsleitung
unterstellt, da eine wirksame und
sinnvolle Strategie nur durch eine
Ubergeordnete abteilungstiber-
greifende Instanz erreicht wer-
den kann.

Richtige
Bauteilauswahl

Zur Vorbeugung und auch zur
Bearbeitung von Obsoleszenz-
fallen ist zunachst eng mit der

Entwicklungsabteilung, dem Qua-
lititsmanagement und dem Ein-
kauf zusammenzuarbeiten. Hier
gilt es die Bauteile méglichst so
zu wahlen, dass eine Second-
Source verfligbar und eine
Abkilindigung somit weitestge-
hend unproblematisch ist. Unter
Zuhilfenahme geeigneter Tools ist
eine voraussichtliche Verfligbar-
keit abschatzbar. Allerdings gilt zu
beachten, dass die Praxis, trotz
detaillierter Vorhersagetools zur
Bewertung der Verflgbarkeit, oft
anders aussieht.

Einlagerung

Wichtige Ersatzkomponenten,
insbesondere fiir langlebige Pro-
dukte und Investitionsgtiter mit
langer Nutzungsdauer, sollten
unbedingt rechtzeitig eingelagert
werden, um jegliche Gefahr einer
mangelnden Verflgbarkeit fur die
Serie oder spéter von Ersatzteilen
auszuschlieBen. Doch die Einla-
gerung von LTB-Teilen birgt nicht
zu unterschatzende Risiken, da
nur ein qualifiziertes, speziell auf
die Komponente zugeschnittenes
Lagerungskonzept die Funktionali-
tat und Verarbeitbarkeit nach einer
Lagerungszeit von mehreren Jah-
ren oder Jahrzehnten sicherstellt.

Risiken bei der
Langzeitlagerung
elektronischer
Komponenten

Zur Beurteilung der Risiken
fir die Langzeitlagerung muss in
zunachst im Vorfeld der aktuelle
Gesamtzustand der zu lagernden
Komponenten erfasst werden.
Dabei ist zu ermitteln, ob die
Bauteile mechanisch und elek-
trisch einwandfrei sind und wel-
che Risiken wahrend der Lage-
rung zu erwarten sind, bzw. ob
die Komponenten Uberhaupt fiir
eine Lagerung geeignet sind.

T4M und MedtecLIVE 2019

Stand 9D11 auf der T4M in Stuttgart, 7.-9. Mai
Stand 9-612 auf der MedtecLIVE in NUrnberg, 21.-23. Mai

”‘

Cicor ist ihr Technologiepartner in den Bereichen Leiterplatten, gedruckte
Elektronik, Substrate und Electronic Manufacturing Services mit rund
2'000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten weltweit.
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cicor.com
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zum Einlagerungszeitpunkt

Neuzustand bei Einlagerung (Beispiel)

Starkes Phasenwachstum.

4 Jahre mit herkémmlicher Stickstofflagerung (Beispiel) -

Intermetallische Phase ca. 4,5 um

Intermetallische Phase bleibt
beica. 1,3 pm

Nahezu keine Veranderung
nach 4 Jahren.

4 Jahre mit TAB®-Lagerung (Beispiel)

Bild 4: Bei der Lagerung nach TAB ist nahezu kein intermetallisches

Phasenwachstum feststellbar

Verschiedenste Alterungspro-
zesse kdnnen bereits bei nor-
maler Lagerung aber auch unter

Stickstoffatmosphare (Stickstoff-
Dry-Pack) innerhalb von 1 - 2 Jah-
ren die Funktionalitét (z. B. durch

m'TN&H Technology Stand E25 T@M

Wir realisieren lhr Produkt
Von der ersten Idee bis zur Serienlieferung
- Alles aus einer Hand

« Silikonschaltmatten, Folientastaturen

* Formteile aus Kunststoff, Gummi, Metall, Glas
» Kabelkonfektionierung, Steckverbinder

» Federkontakte, Drucktaster, Mikroschalter

GieBerallee 21, 47877 Willich, T: 02154 — 8125 0
info@nh-technology.de, www.nh-technology.de
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Bild 5: HTV-Hochsicherheitsgebdude

Daten- und Kapazitatsverluste,
Leckstrome) und Verarbeitbar-
keit (z. B. im L6t-oder Crimp-Pro-
zess) elektronischer Komponen-
ten mafigeblich beeintrachtigen.
Wesentliche Alterungsprozesse
sind:

+ Diffusionsprozesse der Bauteil-
anschllisse

+ Diffusionsprozesse auf dem
Halbleiterchip

+ Alterung durch Feuchte und
Sauerstoff (Korrosion und Oxi-
dation)

* Alterung durch Schadstoffe

+ Whiskerbildung

* Zinnpest

Vielfach ist die Meinung verbrei-
tet, eine Lagerung in Stickstoff-
Atmosphare stoppe die Alterungs-
prozesse. Das ist falsch! Durch
Stickstoff wird ausschlieBlich die
Oxidation reduziert, die nur einen
sehr kleinen Bestandteil der vor-
gestellten Alterungsprozesse dar-
stellt. In den sogenannten Stick-
stoff-Drypacks, die oftmals fiir
eine Langzeitlagerung verwen-
det werden, findet man bei einem
Standardverpackungsprozess
zudem noch einen Sauerstoffan-
teil im Prozentbereich. Dement-
sprechend ist sogar die Wirkung
der verminderten Oxidation frag-
lich. Die relevanten Alterungspro-
zesse, wie z. B. die Diffusions-
oder auch Korrosionsprozesse
durch ausgasende Schadstoffe,
werden hierbei in keiner Weise
reduziert! Die Komplexitat der ver-
schiedenen Alterungsmechanis-
men verdeutlicht zudem die Not-
wendigkeit einer umfassenden
Eingangsanalyse aber auch der
Uberwachung des Zustandes
der Komponenten wahrend des
Lagerprozesses.

Langzeitverfugbarkeit
durch das TAB-Langzeit-
konservierungsverfahren

Zur Losung der Problema-
tik, dass Bauteile wéahrend der
Lagerung auf vielfache Weise
altern, hat die Firma HTV Halb-
leiter-Test & Vertriebs-GmbH
mit TAB (Thermisch-Absorptive-
Begasung) ein Verfahren entwi-
ckelt, um die Langzeitverfligbar-
keit elektronischer Komponenten
mit der erforderlichen Qualitat
sicherzustellen. Als komplexe
Kombination unterschiedlichster
Methoden vermeidet bzw. verrin-
gert TAB im Gegensatz zur her-
kémmlichen Lagerung in Stick-
stoff Dry-Packs oder Korrosi-
onsschutz-Folien nahezu alle
relevanten Alterungsfaktoren
elektronischer Komponenten.
TAB ermoglicht es, elektro-
nische Komponenten, wie z. B.
Bauteile, Baugruppen, Displays
sowie Wafer, DIEs und, dank
aktueller Forschungserfolge,
auch elektronische/elektrome-
chanische Bedieneinheiten, bei
vollem Erhalt der Verarbeitbar-
keit und Funktionalitat fiir bis zu
50 Jahre einzulagern.

Das TAB-Verfahren im
Uberblick

Die drastische Reduktion der
Alterung wird beim TAB-Verfah-
ren im Wesentlichen durch drei
Faktoren erreicht:

Zunachst wird durch gezielte
individuelle Temperaturreduk-
tion die Aktivierungsenergie dra-
stisch reduziert. Chemische Reak-
tionen laufen dementsprechend
gar nicht oder nur sehr langsam
ab. Dadurch werden viele der
inneren (auf dem Halbleiterchip)
und aufleren Alterungsprozesse
nahezu gestoppt, wie es z. B. am
Wachstum der intermetallischen
Phase (Diffusion am Bauteilan-
schluss) zwischen dem Kupfer
aus dem Inneren des Bauteil-
pins in das Zinn der Pinoberfla-
che, als ein Indikator fir Diffu-
sionsprozesse, deutlich gezeigt
werden kann.
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Risiken

N2 Dry-Pack

Korrosionsschutz-Folie

HTV-TAB®

Diffusion (Alterung)

Wirkung

unverandert

Bewertung

Wirkung Bewertung

unverandert

Wirkung Bewertung

drastisch reduziert &
zyklisch Giberwacht

« Zwischenlagerung

« Metallische Komponenten
« Transport
« Zwischenlagerung

Langzeitlagerung elektronischer
und mechanischer Komponenten
fiir bis zu 50 Jahre

Feuchte reduziert unverandert spezifisch reduziert &
kontrolliert
Sauerstoff reduziert unverandert sauerstofffreie & konser-
vierende Atmosphare
Schadstoffe:
- Korrosive Gase unverandert Reaktion mit Folie; absorbiert
Abbauprodukte
« Schwefel-Wasserstoff unverdndert Reaktion mit Folie; absorbiert I
Abbauprodukte '@
« Schwefeldioxid unverandert Reaktion mit Folie; absorbiert t
Abbauprodukte ( | )
« Chlorgase unverdndert Reaktion mit Folie; absorbiert >
Abbauprodukte i
¥
+ Losemittel unverandert unverandert absorbiert SE
« Additive unverandert unverandert absorbiert =
= Ammoniak unverandert unverandert absorbiert &
Zinnpest nicht Gberwacht nicht tiberwacht erforscht & tiberwacht
Whisker nicht Gberwacht nicht iberwacht tiberwacht
Prozesskontrolle nicht (berwacht nicht Gberwacht tberwacht
RegelmaBige War nicht vorhanden nicht vorhanden vorhanden
Sicherheit undefiniert undefiniert Hochsicherheitslager
h 4
Geeignet fiir:

Bild 6: Vergleich verfiigbarer Lagerungsverfahren

GEFORDERT VOM

% Bundesministerium
fur Bildung
und Forschung

Das HTV-Forschungsprojekt zur
Langzeitverfiigbarkeit elektro-
nischer/elektromechanischer
Bedieneinheiten wurde vom BMBF
gefordert. Die Verantwortung fiir
den Inhalt dieser Verdffentlichung
liegt beim Autor

Die jahrzehntelange Forschung,
die z.T. sogar auch durch das
BMBF (Bundesministerium fiir
Bildung und Forschung) gefor-
dert wurde und abgestimmte Ver-
fahren erméglichen es dabei, kri-
tische Nebeneffekte, wie z. B. die
Zinnpest, auszuschliefen. Die
Lagerung insbesondere bei tie-
fen Temperaturen erfordert eine
genaue Kenntnis der Umwand-
lungsprozesse, um durch geeig-
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nete Einstellung der Lagerungspa-
rameter und zugehérige Uberwa-
chungsstrategien eine Umwand-
lung zu verhindern.

Der zweite wesentliche Fak-
tor des TAB-Verfahrens ist ein
von HTV entwickeltes System
aus speziellen Funktionsfol-
ien und individuell zusammen-
gestellten komponentenspezi-
fischen Absorptionsmaterialien.
Dieses bewirkt die Absorption
organischer und anorganischer
Schadstoffe, die aus den elek-
tronischen Komponenten ausga-
sen oder von auflen in die Ver-
packungen diffundieren.

Der dritte Faktor ist ein spezi-
eller konservierender Gascocktalil,
welcher die zu lagernden Kompo-
nenten umspilt und Korrosions-
prozessen entgegenwirkt. Zudem
werden Feuchtigkeit, Sauerstoff
und Gaszusammensetzung kon-
trolliert und auf das Produkt ange-
passt eingestellt, so dass eine
Alterung bestmdglich reduziert ist.

WILD ist Ihr Systempartner fir Auftragsentwicklung-
und fertigung in den Bereichen:

» Ophthalmologie

* InVitro Diagnostik & Analytik

* Bildgebende Verfahren

+ Dermatologie & Asthetik

THE MOST TRUSTED COMPANY

« zertifiziert nach ISO 13485 & 1SO 9001

* FDA registriert

* Reinraum ISO Klasse 6 und Flow Box ISO Klasse 5

WILD GmbH | WildstraBe 4 | 9100 Volkermarkt | Austria
T.: +43 4232 2527-0 | E.: sales@wild.at | www.wild.at
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lische Sicherheit der Komponen-
ten. Insbesondere Feuer ist eine
sehr ernstzunehmende Gefahr,
deren Auftrittswahrscheinlichkeit
bei Lagerdauern von mehreren
Jahrzehnten nicht unerheblich ist.
Dementsprechend ist bei TAB die
Lagerung in Hochsicherheitsge-
bauden, die sich durch massiven
Stahlbetonbau, besondere brand-
verhindernde Atmosphare und
aufwendige Alarm- und Kamera-
Uberwachungssysteme auszeich-
nen, ein wesentlicher Bestand-
teil und stellt neben optimierten
Lagerungsbedingungen auch den
Schutz vor Brand, Diebstahl und

elektronischer Komponenten
umfénglich, indem im Gegensatz
zur herkdmmlichen Lagerung in
Stickstoff Dry-Packs oder Korro-
sionsschutz-Folien alle relevanten
Alterungsprozesse elektronischer
Komponenten stark reduziert oder
sogar verhindert werden.

TAB ermoglicht es damit, elek-
tronische Komponenten, wie
z. B. Bauteile, Baugruppen, Dis-
plays, elektronische/elektrome-
chanische Bedieneinheiten oder
ganze Gerate, bei vollem Erhalt
der Verarbeitbarkeit und Funkti-
onalitat fir bis zu 50 Jahre ein-
zulagern. Abkulndigungen von

Bild 7: Einlagerung in eine Klimakammer im HTV-Hochsicherheitsgebdude

Die eingelagerten Materialien
und elektronischen Komponen-
ten werden wéhrend der Lagerung
durch geeignete Analysemetho-
den zyklisch Uberwacht. Zudem

findet eine Uberpriifung der Lage-
rungsbedingungen durch regel-
mafige Prozesskontrollen statt.
Ein wesentliches Risiko bei der
Langzeitlagerung ist die physika-

Naturkatastrophen sicher.

Fazit

AusschlieBlich TAB beherrscht
die Risiken bei der Einlagerung

Komponenten verlieren damit
ihre Brisanz; Produktlebens-
zyklen kénnen verléngert und
das After-Sales-Business abge-
sichert werden. «

Hi-Rel Business * Power Supplies * Obsolescence-Losungen ¢ Distribution

Griindungsjahr: 1992
Mitarbeiter: 15
Firmenausrichtung:
KAMAKA Electronic Bauelemente
Vertriebs GmbH ist ein international

tatiger Vertragsdistributor fiir bera-

tungsintensive Produkte. Wir sind einer
der flihrenden Spezialdistributoren im
Aerospace & Defence Bereich, Power
Management & Industrial Solutions.

Applikations- und Entwicklungsinge-
nieure mit einem umfassenden Know-

How im Pro-Aktiven Obsolescence

Management unterstiitzen den Kun-

den von der Produktentwicklung bis
zum Ersatzteilbedarf. Die Qualitat der

Produkte und die technische Kompe-

tenz geben den Ausschlag fir eine
langjahrige Partnerschaft.

Produktportfolio:

Aircraft-, Military & Defence-, Space
Parts, Bahn- und Medizintechnik,
Aktive, Passive & Diskrete Bauteile,
Super Capacitors, Power Supplies,

Quarzoszillatoren, Single, Dual, Tri-

ple DC/DC Konverter 0,25-2100W,
Electric Vehicle DC/DC Konverter

bis zu 6000 W, AC/DC Power Sup-
ply Charger bis zu 3500 W, herme-
tisch dichte Rad-Hard Power MOS-

FETs, Single, Dual, Triple Rad-Hard
DC/DC Konverter, High Temperature

Produkte, Super Cap UPS System Pro-

dukte, VME Bus AC/DC und DC/DC
Konverter bis zu 250 W, Railway Full

Brick DC/DC Konverter, HiRel Opto-
koppler, Thyristor Module, Power Dio-
den Module, Diinn- und Dickfilm Chip
Widerstande, Character, Graphic LCD
& OLED Displays, Programmieradap-
ter, ASIC/ FPGA Adapter, loT Produkte,
Batterien, Batterieldsungen, Re-tin-
ning von elektronischen Komponen-
ten, Lead-Attach, 3-fach redundante
Autopiloten fiir UAV Hersteller, Ener-
gie Harvesting Losungen

Geschaftsbereiche:
* Industrial Solutions
» Power Management
* Hi-Rel Business

« Obsolescence Solutions

Dienstleistungen:

Obsolescence Solution Provider,
Live-Cycle-Management, Langzeitla-
gerung, Sicherheitslager, Packaging
Solutions, Anti-Counterfeiting Program,
Components Upscreening, Inventory
Management & Kitting

Prasenz:

Deutschland, Osterreich, Schweiz,
Dénemark, Holland, Belgien, Polen,
Tschechien, Tlrkei, Ungarn

Zielmarkte:

Luft- und Raumfahrt Industrie, Militar-,
Industrieelektronik, Automatisierungs-,
Medizin-, Mess-, Steuer-, Regel-, Solar-,
Bahntechnik, High Temperature Appli-
kationen, Smart Home Applikationen

Unternehmensstandort:
Aalen

Qualititsmanagement:

DIN EN 9120:2018 aquivalent zu
AS9120B und SJAC9120A, EN ISO
9001:2015, ESD DIN EN 61340-5-1

Electronic

Bauelemente Vertriecbs GmbH

M KAMAKA Electronic Bauelemente Vertriebs GmbH
3 Ulmer Str. 130 » 73431 Aalen ¢ Telefon +49 7361-9662-0 * Fax +49 7361-9662-29
info@kamaka.de * www.kamaka.de
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